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(54) Eiektrische Leiter aufweisender Trager mit einem elektronischen Bautefl 



(57) Zum Kontaktieren von Leitem eines Tragers mit 
Korrtaktwarzen eines elektronischen Bauteils werden 
zunSchst die Kontaktwarzen an ihrer dem Trager zuge- 
wandten Seite mit einem im ausgeharteten Zustand 
elastisch bleibenden Graphitmaterial beschichtet. Dann 
bringt man Kleber auf das elektronische Bauteil zwi- 



schen den Kontaktwarzen oder entsprechend auf den 
Trager auf. AnschlieBend preBt man das elektronische 
Bauteil unter Vorspannung so lange auf den Trager, bis 
der Kleber ausgehartet ist. 
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Beschreibung 



Die Ertindung betrifft einen elektrische Leiter auf- 
weisenden Tr§ger mit einem elektronischen Bauteil, 
welches mit Kontaktwarzen die Leiter kontaktiert und s 
auf dem TrSger durch einen Kleber gehalten ist. Weiter- 
hin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Kontaktieren 
von Leitern eines Substrates mit Kontaktwarzen eines 
elektronischen Bauteils. 

TrSger der vorstehenden Art mit mindestens einem io 
elektronischen Bauteil kommen in der Elektronik sehr 
haufig vor. Zur Kontaktierung von IC und LCD bed lent 
man sich derzeit der sogenannten FLIP-CHIP-Techno- 
logie. Dabei wird ein aus einem Wafer gesdgter IC mit 
Bumps als Kontaktwarzen versehen und direkt auf eine is 
LCD-Glaskantenfiache aufgebracht. Hierzu benetzt 
man die der Flussigkristallzelle zugewandte Seite der 
Kontaktwarzen mit einem isotropen Epoxy-KontaktWe- 
ber und druckt die IC's dann auf den TrSger. Danach 
wird die Baueinheit aus Tr^ger und IC's in einen Ofen 20 
zum Ausharten gebracht. Der Spalt zwischen dem 
jeweiligen elektronischen Bauteil und dem TrSger mu8 
anschlieSend mit einem Fullmaterial ausgefuUt werden, 
damit eine ausreichende mechanische Festigkeit 
erreicht und elektrische Migrationen vermieden werden. 25 

Eine solche Kontaktierung ist wesentlich kosten- 
gunstiger als das am meisten bei der Kontaktierung von 
IC's mit LCD's verbreitete Tab Soldering, bei dem die 
Kontaktierung durch einen LOtvorgang erfolgt; sie ist 
jedoch immer noch relativ teuer und erfordert bei der 30 
Herstellung fOr die einzelnen ArbeitsgSnge uner- 
wunscht lange Taktzeiten. Kostengunstigere Kontaktie- 
rungen hat man bislang fur AnwendungsfSlle. bei denen 
mit groBen Temperaturdifferenzen zu rechnen ist. bei- 
spielsweise fQr Kraftfahrzeuge, nicht gefunden, da die 35 
durch die Temperaturdifferenzen auftretenden, unter- 
schiedlichen Dehnungen die Kontaktierung hoch bean- 
spruchen. 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde. einen 
Trager mit einem elektronischen Bauteil zu entwickein, 40 
bei dem die Kontaktierung t}esorxjers kostengunstig 
herstellbar ist und die audi bei groBen Temperatur- 
schwankungen zuverldssig erhalten bleibt. Weiterhin 
soli ein Verfahren zur Kontaktierung eines solchen Bau- 
teils mit dem Trdger entwickelt werden. 45 

Die erstgenannte Aufgabe wird erfindungsgemSR 
dadurch gelOst, daS die Korrtaktvrarzen an ihrer dem 
Trager zugewandten Seite eine Beschichtung mit einem 
im ausgeharteten Zustand elastisch bleibenden Qra- 
phttmaterial aufweisen. daB der Kleber den Spalt zwi- so 
schen dem elektronischen Bauteil und dem Trager 
ausfullt und daB das eleklronische Bauteil durch den 
Kleber mit seinen Kontaktwarzen unter Vorspannung 
auf den Leitern des Tragers gehalten ist. 

Bei einer sdchen Anordnung eines elektronischen ss 
Bauteils auf einem Trager erfolgt die Kontaktierung der 
Leiter des Tragers durch eine Vorspannkraft des elek- 
tronischen Bauteils. Die hierzu erforderliche Elastizitat 
wird durch das Graphitmateriai erreicht. Da das eleklro- 



nische Bauteil als GaHzes auf dem Trager gehalten ist 
und nicht nur uber die Kontaktwarzen, bleibt die Vor- 
spannkraft auch nach langer Zeit noch erhalten und 
tiihrt nicht zu einem L6sen des elektronischen Bauteils 
vom Trager. Wenn die Kleberschicht durch Erwarmung 
sich dehnt und deshalb dicker wird. nimmt der Abstand 
des elektronischen Bauteils vom Trager zwar zu. jedoch 
vermag das Graphitmateriai aufgrund der Vorspannung 
diese Abstandsanderung auszugleichen. Das Kleben 
hat gegenuber einem LOtvorgang den grundsatzlichen 
Vorteil, daB das elektronische Bauteil bei der Kontaktie- 
rung nicht durch hohere Temperaturen beansprucht 
wird. Zusatzlich wird durch ihn das bisher erforderliche 
Underfill-Material eingespart. 

Besonders vorteilhaft ist es. wenn gemaB einer 
Weiterbiklung der Erfindung der Trager transparent und 
der Kleber ein durch UV-Licht aushartbarer Kleber ist. 
Man kann dann sehr einfach mit der Uchtquelle den 
Trager durchleuchten und dadurch den Kleber aushar- 
ten. Durch die unter der Wirkung des UV-Lichtes eintre- 
tende Polimerisation des Klebers. schrun^ft dieser, 
was die Vorspannkraft zusatzlich erhSht. 

Besonders vorteilhaft ist die Erfindung einzusetzen, 
wenn es sich bei dem Trager urn eine LCD-Glaskanten- 
fiache einer Flussigkristallzelle handelt und das elektro- 
nische Bauteil ein direkt aus einem Wafer gesdgtes IC 
(DIE) ist. 

Die zweitgenannte Aufgabe, namlich die Schaffung 
eines Verfahrens zum Kontaktieren von Leitern eines 
Tragers mit Kontaktwarzen eines elektronischen Bau- 
teils, wird erfindungsgemaB dadurch gelOst, daB 
zunachst die Kontaktwarzen an ihrer dem Trager zuge- 
wandten Seite mit einem im ausgeharteten Zustand 
elastisch bleibenden Graphitmateriai beschichtet wer- 
den, daB dann Kleber auf das elektronische Bauteil zwi- 
schen den Kontaktwarzen oder entsprechend auf den 
Trager aufgebracht wird und anschlieBend das elektro- 
nische Bauteil unter Vorspannung so lange auf den Tra- 
ger gedruckt wird, bis der Ktetaer ausgehartet ist. 

Ein solches Verfahren ist besonders kostengunstig 
auszufQhren und ermCglicht durch die VorspannkrSfte 
zwischen dem elektronischen Bauteil und dem TrSger 
eine besonders zuveriassige und von Temperatur- 
schwankungen nicht beeinfluBte Kontaktierung. Die 
Klebung hat gemaB der Erfindung eine Doppelfunktion. 
Sie halt das elektronische Bauteil auf dem Trager und 
verhindert zugleich, daB Feuchtigkeit und Verunreini- 
gungen in den Spalt zwischen dem elektronischen Bau- 
teil und dem Trager gelangen konnen, hat also die 
Funktion eines Underfills. Das Aufbringen des Klebers 
bereitet keine Schwierigkeiten. Er muB nicht sehr genau 
hinsichtlich seiner Lage und Menge bemessen werden. 
Selbst wenn Kleber auf die Kontaktwarzen oder Leiter 
gelangen sollte, hat das keine Bedeutung, well er beim 
Andrucken des elektronischen Bauteils in den Kontak- 
tierungsbereichen wieder weggedruckt wurde. 

Besonders vorteilhaft ist das Verfahren auszufuh- 
ren, wenn gemaB einer Weiterbildung der Erfindung als 
Trager ein transparentes Material und als Klefc)er ein 
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unter UV-Licht aushSrtbarer KlebeWenutzt wird. wobei 
das UV-Licht durch den Trager hindurch auf den Kleber 
gerichtet wird. 

Die Erfindung verschiedene Ausfiihrungsfor- 2. 
men zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprin- s 
zips wird nachfolgend auf die Zeichnung Bezug 
genommen. Diese zeigt in 

3. 

Fig.1 ein als DIE ausgebildetes, mit einem Trager 

zu verbindendes, elektronisches Bauteil. ro 

Fig.2 das Bauteil mit einer Beschichtung auf seinen 
Kontaktwarzen, 

4. 

Fig.3 einen Teil eines eine Flussigkristailzelle bil- is 
denden Tragers mit dem elektronischen Bau- 
teil. 

Die Figur 1 zeigt ein elektronisches Bauteil 1, wel- 
ches an seiner Unterseite Kontaktwarzen 2, 3 hat, die 20 
vorzugsweise aus Gold bestehen und allgemein als 
Bumps bezeichnet werden. Bei diesem Bauteil handelt 
es sich um ein aus einem Wafer gesSgtes IC (DIE), wel- 
ches anschlieBend direkt auf ein zu kontaktierendes 
Medium - eine LCD-GlaskantenflSche - aufgebracht 25 
wird. 

In Figur 2 ist das elektronische Bauteil 1 mit einer 
Beschichtung 4, 5 aus einem elastischen Graphitmate- 5. 
rial auf der Unterseite der Kontaktwarzen 2, 3 darge- 
stellt. 30 

In Figur 3 ist eine Flussigkristailzelle 6 mit einem 
transparenten TrSger 7 zu sehen. Dieser hat nicht zu 
erkennende Leiter. welche als ebenfalls transparente 
ITO-Schicht ausgebildet sind. Das elektronische Bauteil 
1 sitzt mit seinen Kontaktwarzen 4, 5 unter Vorspan- 35 
nung auf den Leitern dieses Trdgers 7 und wird in dieser 
Position durch einen Kleber 8 gehalten, welcher den 
gesamten Bereich zwischen dem Trager 7 und der 
Unterseite des elektronischen Bauteils 1 ausfullt. Bei 
dem Kleber 8 handelt es sich um einen durch UV-Licht 40 
aushartbaren Kleber. welcher vor dem Verbinden des 
elektronischen Bauteils 1 mit dem Trager 7 entweder als 
Tropfen zwischen die tontaktwarzen 2, 3 Oder auf den 
Trager 7 aufgebracht wird. so daS er sich beim Aufdruk- 
ken des elektronischen Bauteils 1 verteilt. 45 

Patentanspruche 

1. Elektrische Leiter aufweisender Trager mit einem 
elektronischen Bauteil, welches mit Kontaktwarzen so 
die Leiter kontaktiert und auf dem Trager durch 
einen Kleber gehalten ist, dadurch gekennzeich- 
net. dafi die Kontaktwarzen (2. 3) an ihrer dem Tra- 
ger (7) zugewandten Seite eine Beschichtung (4, 5) 
mit einem im ausgeharteten Zustand elastisch blei- ss 
benden Graphitmaterial aufweisen, daR der Kleber 
(8) den Spalt zwischen dem elektronischen Bauteil 
(1) und dem Trager (7) ausfullt und daB das elektro- 
nische Bauteil (1) durch den Kleber (8) mit seinen 



Kontaktwarzen'^iFS) unter Vorspannung auf den 
Leitern des Tragers (7) gehalten ist. 

Trager nach Anspruch 1. dadurch gekennzeich- 
n t, daR er transparent und der Kleber (8) ein durch 
UV-Licht aushartbarer Kleber (8) ist. 

Trager nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net. daR es sich bei ihm um eine LCD-Glaskanten- 
fiache einer Flussigkristailzelle (6) handelt und das 
elektronische Bauteil (1) ein direkt aus einem Wafer 
gesagtes IC (DIE) ist. 

Verfahren zum Kontaktieren von Leitern eines Tra- 
gers mit Kontaktwarzen eines elektronischen Bau- 
teils, bei dem das Bauteil durch Kleber auf dem 
Substrat gehalten wird, dadurch gekennzeichnet, 
daB zunachst die Kontaktwarzen an ihrer dem Tra- 
ger zugewandten Seite mit einem im ausgeharteten 
Zustand elastisch bleibenden Graphitmaterial 
beschichtet werden, daB dann Kleber auf das elek- 
tronische Bauteil zwischen den Kontaktwarzen 
Oder entsprechend auf den Trager aufgebracht wird 
und anschlieBend das elektronische Bauteil unter 
Vorspannung so lange auf den Trager gedruckt 
wird, bis der Kleber ausgehartet ist. 

Verfahren nach Anspruch 4. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Trager ein transparentes Material 
und als Kleber ein unter UV-Licht aushartbarer Kle- 
ber benutzt wird. wobei das UV-Licht durch den Tra- 
ger hindurch auf den Kleber gerichtet wird. 
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Fig. 3 
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